
2010년도 춘계 학술발표대회 발표초록, 2010년 5월, 서울                    KWJS 2010-Spring

스크린 린  주요인자 변화에 따른 SAC305 
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Abstracts 

  본 연구에서는 Sn-3.0Ag-0.5Cu (SAC305) 무연솔더의 최  인쇄성을 한 PCB  마스크설계, 스크

린 린  공정변수의 최 값을 실험계획법을 통해 평가하 다. 사용된 칩은 가로 0.4mm 세로 

0.2mm의 0402 MLCC칩이며, 사용된 시험보드는 OSP 표면처리된 PCB이었다. 인쇄성을 단하기 

한 공정인자는 속마스크 두께, 마스크홀 크기, 패드크기  모양, 인쇄각도, 인쇄속도, 분리속도이

었다. ANOVA분석을 통해 주인자를 악하 으며, 인쇄성에 향을 미치는 주인자는 마스크두께와 

인쇄각도임이 확인되었다. 그 후 심 합성법을 이용하여 인쇄성 최  조건을 확인하 다. 결과로 나

타난 등고선/표면도를 통해, 마스크두께가 작을 때에는 인쇄각도가 작아야 높은 인쇄성을 갖으며, 

한 마스크 두께가 클 경우에는 인쇄각도가 커야 높은 인쇄성을 가짐을 알 수 있었다. 추가실험을 통

해서 인쇄성 표면도의 정확도를 확인하 으며, 실험값은 표면도에서 표시된 인쇄성값과 비슷함을 알 

수 있었다. 한, 인쇄성이 낮은 역과 높은 역에서 합강도값을 측정하 으며, 인쇄성이 좋은 

역에서 합강도도 높음을 알 수 있었다.
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